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※研究概要（Summary ）： 

 次世代集積回路として期待されているシリコン貫通

配線(TSV)を用いた三次元積層型集積回路の試作を行

った。φ5μｍ未満の高アスペクト比 TSV を有する基板

を作製し、チップ実装後に電気的な導通を確認し、デ

バイスチップの積層へと展開することに成功した。 

 
※実験（Experimental）： 

利用した主な装置名: DeepRIE、スパッタ 

ボッシュプロセスを用いてシリコンの深穴を形成し、

Ti/Cu のバリア／シード層を形成して TSV を形成し

た。また、マイクロバンプを電解めっき、および蒸着

法により形成し、フリップチップ接続させた。 

  
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 Time-modulation 法を用いてエッチングとパッシ

ベーションの各時間を短くすることにより、TSV のス

キャロップを数 10ｎｍ以内に低減させた。これによ

り Cu 拡散を抑え、信頼性の高い TSV を形成するこ

とが可能となった。フリップチップ実装させたピッチ

10μｍの微細な In/Au、Cu/Sn, Cu/SnAg マイクロバ

ンプを有するチップを用いて、デイジーチェーンを形

成した。１バンプ辺りの抵抗を測定した結果、

20-50mΩ 程度の十分に低い値を実現することができ

た。チップの位置合わせ精度±1μｍを得る技術の開発

にも成功し、本課題の主テーマである光学素子の実装

と機能化に十分な位置合わせ精度を得ている。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

なし 
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